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Abstract (en)
[origin: WO9215105A1] The method for fixing a winding to one or a plurality of electronic circuits allows to suppress an important fabrication step of
the prior art method, namely positioning and gluing or fixing accurately the winding or the core to be wound on the electronic circuit or circuits. By
an appropriate arrangement of the electronic circuit or circuits (20) and the core (23), independently from each other, on a holding tool according
to the invention, a semi-product (2) is obtained, also according to the invention, which is comprised of said circuit or circuits and said winding, the
mechanical connection between the two being provided only by copper wires which at the same time provide for the electrical connection between
the two elements. The finished component according to the invention is obtained by arranging said semi-product on a support providing for the
permanent mechanical connection between the two elements.

Abstract (fr)
Le procédé de fixation selon l'invention d'un bobinage a un ou plusieurs circuits électroniques permet de supprimer une étape de fabrication
importante des procédés selon I'art antérieur, soit le positionnement puis le collage ou la fixation précise du bobinage ou du noyau a bobiner sur
le ou les circuits électroniques. Par une disposition adéquate du ou des circuits électroniques (20) et de I'éventuel noyau (23), indépendamment
I'un de I'autre, sur un outil de maintien selon l'invention, on obtient un semi-produit (2), aussi selon l'invention, constitué dudit ou desdits circuits et
dudit bobinage, la liaison mécanique entre eux étant assurée uniqguement par les fils de cuivre réalisant d'autre part la liaison électrique entre les
deux éléments. Le composant terminé selon l'invention, sera obtenu en disposant le semi-produit précédent sur un support assurant une liaison
mécanique permanente entre les deux éléments.
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